Bitte senden Sie uns die ausgefiilite

Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse

- per E-Mail an service@faps-tt.de
- per Faxan 0911 /58058-77
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Veranstaltungsort:

Das Seminar findet im ,Forum im Park® der
Forschungsfabrik Niirnberg, Nordostpark 89, statt.
Anmeldung:

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit
Vorlage der Anmeldebestatigung. Verwenden Sie bitte
zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt
nach Eingangsdatum.

Teilnahmegebiihr und Leistungen:
Die Teilnahmegebuhrin Hohe von 340,- € zzgl. MwSt. ist
nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene
Konto zu Uberweisen und schliel3t Tagungsunterlagen,
Pausengetranke und Mittagessen mit ein.

Riicktritt:
Bei Rucktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben
wir eine Bearbeitungsgebuihr von 50,- € zzgl. MwSt.
Nach dieser Frist ist die Teilnahmegebihr gemafR
Rechnung zu zahlen. Die Seminarunterlagen werden
dann zugesandt.

Weitere Informationen:
FAPS-TT GmbH
Sigrun Holzinger
Telefon: 0911 / 58058-55; Telefax: 0911 / 58058-77
E-Mail: service@faps-tt.de

Ankiindigung weiterer Veranstaltungen:
07.03.2012: Mechatronische Produktentwicklung
18.04.2012: Mensch-Maschine-Interaktion
20.06.2012: MID-Gestaltungsworkshop

in Kooperation mit:
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Fachseminar

Innovationen in der
Elektronikproduktion

Q Fertigungsprozesse
Q Leistungselektronik
Q Zukinftige Herausforderungen

O Referenten aus Industrie und Wirtschaft

30. November 2011

Nirnberg

Forum im Park
Nordostpark 89

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. J. Franke,
Lehrstuhl fiir Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik



Elektronikproduktion

Die fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Bau-
elemente, die Einfihrung neuartiger Schaltungstréger und
innovativer Verbindungstechnologien sowie die Produktion
mit alternativen Materialien fihren zu neuen Heraus-
forderungen in der Elektronikproduktion. Fir die Aufbau- und
Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse
anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterflihnrende
Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige
Konzepte. Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene
Experten aus Industrie und Forschung neue Ansatze zur
Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der
praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette der
Aufbau- und Verbindungstechnik werden aktuelle
Schwerpunkte gesetzt sowie neue Herausforderungen im

A Ay,

Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informations-
transfer mit Vortrédgen, ergédnzenden Fachdiskussionen sowie
den Vorfihrungen in den Labors zu présentieren.
Das Forum in der Forschungsfabrik Nirnberg im Nordostpark
mit dem Labor zur Elektronikproduktion bietet Ihnen
hierfur die besten Mdglichkeiten. Aufgrund des vielfaltigen
Tagesprogramms haben Sie die Gelegenheit zur Diskussion
individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen
zurAufbau- und Verbindungstechnik.

09:00

09:05

09:30

10:00

10:30
11:00

11:30

12:00

12:30

Programm

BegriiBung und Moderation
Rudiger Busch, Clustermanager Nordbayern
Cluster Mechatronik & Automation e. V., Niimberg

Leistungsfahige Fertigungskonzepte fiir eine
innovative Baugruppenmontage

Prof. Dr.-Ing. Jérg Franke, Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl FAPS, Universitat Erlangen-Niirnberg

Trends und Innovationen in der
Bestiickungstechnologie

Jens Deyerling, Sales Engineer

Fuji Machine MFG. (Europe) GmbH, Mainz-Kastel

Bestiickung elektronischer Bauteile auf
dreidimensionalen MID-Strukturen

Karl Gormiller, Geschaftsflihrer
MID-TRONIC Wiesauplast GmbH, Wiesau

Kaffeepause

Haftungsverbesserung durch Reinigung
Martin Kéniger, Prozessingenieur
ZESTRON Europe, Ingolstadt

Inspektionslosungen SPI1/AOI / AXI
Holger Hansmann, Vertrieb Europa
Viscom AG, Hannover

Integrationsmoglichkeiten von
hohen Stromen in die Leiterplatte
Markus Wélfel, Geschéftsfiihrer
JUMATECH GmbH, Eckental

Mittagspause
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Innovative Aufbau- und Verbindungstechnik

fiir Leistungshalbleitermodule

Dr. Karsten Guth, Leiter Packaging Technologie
Leistungsmodule, Infineon Technologies AG, Warstein

Verbindungstechnik fiir die Leistungselektronik
Manfred Fahrenbach, Geschaftsfuhrer
EUTECT GmbH, Dusslingen

Silbersintern als neue AVT in der Leistungselektronik
Ulrich Sagebaum, Projectleader Technology, Assembly
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Niirnberg

Kaffeepause

Zuverlassigkeitsuntersuchungen
hochminiaturisierter Flip-Chip Verbindungen
Stefan Harter, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl FAPS, Universitat Erlangen-Nurnberg

Energieeffizienz in der Elektronikproduktion
am Beispiel von Lotanlagen

Manfred Wolff, Area Sales Manager

Ersa GmbH, Wertheim

Prozessiibergreifende Diagnose

in der Elektronikfertigung

Dr.-Ing. Friedrich W. Nolting, geschéftsfiihrender
Gesellschafter diplan GmbH, Erlangen

Abschlussdiskussion

Laborbesichtigung
im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit
Versuchshalle, Messraum und Priiflabors



